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一种薄型电子装置的热管理系统，用以管理

电子装置元件产生的热能，其包含具有内表面的

机壳、热接触于电子元件的扁型微热导管以及一

片状真空隔热元件设置于机壳的内表面与扁型

微热导管之间。片状真空隔热元件包含有环型的

焊接材料墙、第一片状材料、第二片状材料以及

支撑柱，第一片状材料与第二片状材料藉由焊接

材料墙形成低于一大气压的密闭空间。本发明的

热管理系统藉由机壳、扁型微热导管以及片状真

空隔热元件的协同运作对于微处理器元件产生

的高密度热能发挥解热、阻热、导热以及散热等

功能以降低微处理器及机壳表面热点的温度。
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1.一种薄型电子装置的热管理系统，用以管理一薄型电子装置的一微处理器元件产生

的一热能，其特征在于包含有：

一机壳，具有一内表面；

一扁型微热导管，具有一吸热端以及一冷凝端，该吸热端热接触于该微处理器元件；以

及

一片状真空隔热元件，设置于该内表面与该扁型微热导管的该吸热端之间并热接触于

该扁型微热导管的该吸热端，该片状真空隔热元件包含有环型的一焊接材料墙、一第一片

状材料与相对该第一片状材料的一第二片状材料，该第一片状材料与该第二片状材料藉由

环型的该焊接材料墙气密地相互焊接而形成一密闭空间，该密闭空间为低于一大气压的真

空状态。

2.如权利要求1所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，进一步包含有一石墨

片，该石墨片具有一第一石墨面，且该第一石墨面至少部分贴附于该机壳的该内表面。

3.如权利要求2所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该石墨片具有相对该

第一石墨面的一第二石墨面，且该第二石墨面热接触于该扁型微热导管的该冷凝端。

4.如权利要求2所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该第一石墨面的部分

热接触于该扁型微热导管的该冷凝端。

5.如权利要求2所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该石墨片具有相对该

第一石墨面的一第二石墨面，该第一石墨面的部分热接触于该片状真空隔热元件的该第二

片状材料，且该第二石墨面热接触于该扁型微热导管的该吸热端。

6.如权利要求2所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该石墨片具有相对该

第一石墨片的一第二石墨面，且该第二石墨面热接触于该片状真空隔热元件的该第一片状

材料。

7.如权利要求2所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该石墨片具有相对该

第一石墨面的一第二石墨面，该第一石墨面的部分热接触于该扁型微热导管，且该第二石

墨面热接触于该微处理器元件。

8.如权利要求1所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该机壳的该内表面进

一步具有一凹槽对应于该微处理器元件的位置，该片状真空隔热元件设置于该凹槽中。

9.如权利要求8所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，进一步包含有一薄型

显示屏设置于该凹槽与该片状真空隔热元件之间，且该机壳的材质系玻璃。

10.如权利要求1所述的薄型电子装置的热管理系统，其特征在于，该薄型电子装置进

一步包含有一电路板、一中框结构以及一显示屏，该微处理器元件位于该电路板上，且该薄

型电子装置内的相对位置顺序为该热管理系统、该微处理器元件、该电路板、该中框结构与

该显示屏。
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一种薄型电子装置的热管理系统

技术领域

[0001] 本发明系关于一种薄型电子装置的热管理系统，用以管理一薄型电子装置的一微

处理器元件所产生的一高密度热能，使其具有对该高密度热能的解热(Heat  Liberation)、

阻热(Heat  Insulation)、导热(Heat  Conduction)、散热(Heat  Dissipation)等功能。

背景技术

[0002] 电子及手持通讯装置产品的发展趋势不断地朝向薄型化与高功能化，人们对装置

内微处理器(Microprocessor)运算速度及功能的要求也越来越高。微处理器是电子及通讯

产品的核心元件，在高速运算下容易产生热而成为电子装置的主要发热元件，如果没能即

时将热散去，热能将累积而产生局部性的热点(Hot  Spot)。电子及手持通讯系统在设计时

对于微处理器所产生的热能倘若没有良好热管理系统，往往会造成微处理器过热，同时亦

会快速的造成其在Z轴上方机壳表面温度过热并超过机壳表面温度在设计上容忍的极限，

进而启动微处理器降频的动作，因而无法发挥出微处理器在设计上应有的功能。微处理器

所产生的热若没有适当的管理，亦会影响到整个电子装置系统的寿命及可靠度。因此，电子

产品需要优良的热管理设计，尤其像智能手机(Smartphone)及平板电脑(Tablet  PC)这种

超薄的电子装置更需要有优良的热管理能力。目前智能手机管理微处理器产生热点(Hot 

Spot)的有效方案是将石墨片(Graphite  sheet)或扁平微热导管(Flatten  Micro  Heat 

Pipe)或均温板(Vapor  Chamber)的一面接触发热源，而另一面接触该电子装置的机殻。希

望能将微处理器所产生的高密度热能量藉由石墨片或微热导管或均热片在X-Y轴方向快速

传导并分布至机壳并藉此将热辐射至空气中以达到散热的目的。

[0003] 由于某些电子或通讯产品，例如智慧型手机，产品设计的非常的轻薄，微处理器表

面和机殻表面之间的厚度空间往往小于1.5mm。因此在扁型微热导管吸热端的一面接触微

处理器热点区，另外一面将直接地接触到机壳的内表面，微处理器产生的高温很容易从Z轴

方向直接传导到机殻而造成机殻表面温度过高。一般智慧型手机的设计上，机壳表面温度

的监控是一标准功能，一旦机壳表面温度超过设定标准时，手机就会自动开启微处理器降

频的程序以降低温度，进而避免手机机壳表面温度过热影响消费者手持的体验。然而，手机

机壳表面能够容忍的温度值(45℃)远比微处理器元件本身能够容忍的温度值来得低，手机

机壳表面的温度阈值制约了微处理器在设计上可发挥的功能。因此，于轻薄的电子及通讯

装置除了要有效的将微处理器所产生的高密度热能快速导离并散去外，如何在微处理器产

生热点的局部位置上的有限的厚度空间中实现高效率地隔热以避免Z轴上方机壳表面温度

过高，亦成为亟待解决的问题。尤其在智能手机通讯由4G迈入5G世代，系统消耗功率将倍

增，对于微处理器所产生高密度热能的热管理将更加严峻，一种有效的进行解热(Heat 

Liberation)、阻热(Heat  Insulation)、导热(Heat  Conduction)、散热(Heat 

Dissipation)等功能的协同热管理系统将成为5G智能手机设计上必须解决的重要课题。
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发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明的目的在于提供一种薄型装置的热管理系统，用以管理薄型电

子装置的微处理器元件所产生的高密度热能，使其具有解热、阻热、导热以及散热等功能，

以避免薄型电子装置的微处理器元件温度及机壳表面温度过高的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明公开了一种薄型电子装置的热管理系统，用以管理一薄

型电子装置的一微处理器元件产生的一热能，其特征在于包含有：

[0006] 一机壳，具有一内表面；

[0007] 一扁型微热导管，具有一吸热端以及一冷凝端，该吸热端热接触于该微处理器元

件；以及

[0008] 一片状真空隔热元件，设置于该内表面与该扁型微热导管的该吸热端之间并热接

触于该扁型微热导管的该吸热端，该片状真空隔热元件包含有环型的一焊接材料墙、一第

一片状材料与相对该第一片状材料的一第二片状材料，该第一片状材料与该第二片状材料

藉由环型的该焊接材料墙气密地相互焊接而形成一密闭空间，该密闭空间为低于一大气压

的真空状态。

[0009] 其中，进一步包含有一石墨片，该石墨片具有一第一石墨面，且该第一石墨面至少

部分贴附于该机壳的该内表面。

[0010] 其中，该石墨片具有相对该第一石墨面的一第二石墨面，且该第二石墨面热接触

于该扁型微热导管的该冷凝端。

[0011] 其中，该第一石墨面的部分热接触于该扁型微热导管的该冷凝端。

[0012] 其中，该石墨片具有相对该第一石墨面的一第二石墨面，该第一石墨面的部分热

接触于该片状真空隔热元件的该第二片状材料，且该第二石墨面热接触于该扁型微热导管

的该吸热端。

[0013] 其中，该石墨片具有相对该第一石墨片的一第二石墨面，且该第二石墨面热接触

于该片状真空隔热元件的该第一片状材料。

[0014] 其中，该石墨片具有相对该第一石墨面的一第二石墨面，该第一石墨面的部分热

接触于该扁型微热导管，且该第二石墨面热接触于该微处理器元件。

[0015] 其中，该机壳的该内表面进一步具有一凹槽对应于该微处理器元件的位置，该片

状真空隔热元件设置于该凹槽中。

[0016] 其中，进一步包含有一薄型显示屏设置于该凹槽与该片状真空隔热元件之间，且

该机壳的材质系玻璃。

[0017] 其中，该薄型电子装置进一步包含有一电路板、一中框结构以及一显示屏，该微处

理器元件位于该电路板上，且该薄型电子装置内的相对位置顺序为该热管理系统、该微处

理器元件、该电路板、该中框结构与该显示屏。

[0018] 综上所述，本发明的一种薄型电子装置的热管理系统藉由扁型微热导管、片状真

空隔热元件、石墨片以及机壳等元件的协同运作来达到热点的解热、阻热、导热以及散热等

功能，管理薄型电子装置的微处理器元件所产生的高密度热能，以扼止薄型电子装置中微

处理器元件以及机壳表面温度的快速提升。
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附图说明

[0019] 图1：绘示根据本发明的一具体实施例的热管理系统的剖面结构示意图。

[0020] 图2：绘示根据图1的具体实施例的去除机壳的薄型电子装置的简易结构示意图。

[0021] 图3a：绘示根据本发明的一具体实施例的片状真空隔热元件的结构示意图。

[0022] 图3b：绘示根据图3a中线段A-A的剖视图。

[0023] 图3c：绘示根据图3a中线段B-B的剖视图。

[0024] 图4a：绘示根据本发明的一具体实施例的机壳的剖面结构示意图。

[0025] 图4b：绘示根据本发明的一具体实施例的机壳与片状真空隔热元件的组合剖面结

构示意图。

[0026] 图4c：绘示根据本发明的另一具体实施例的机壳与片状真空隔热元件的组合剖面

结构示意图。

[0027] 图5a：绘示根据本发明的一具体实施例的机壳、片状真空隔热元件以及薄型显示

屏的组合剖面结构示意图。

[0028] 图5b：绘示根据本发明的一具体实施例的薄型电子装置以机壳视角的简易示意

图。

[0029] 图6：绘示根据本发明的一具体实施例的热管理系统的剖面结构示意图。

[0030] 图7：绘示根据本发明的另一具体实施例的热管理系统的剖面结构示意图。

[0031] 图8a：绘示根据本发明的一具体实施例的薄型电子装置的内部结构的简易示意

图。

[0032] 图8b：绘示根据图8a中线段C-C的剖视图。

[0033] 图9a：绘示根据本发明的一具体实施例的薄型电子装置的内部结构的简易示意

图。

[0034] 图9b：绘示根据图9a中线段D-D的剖视图。

[0035] 图10：绘示根据本发明的一具体实施例的热管理系统的剖面结构示意图。

[0036] 图11：绘示根据本发明的一具体实施例的去除机壳的薄型电子装置的简易结构示

意图。

[0037] 图12a：绘示根据本发明的一具体实施例的型电子装置的简易示意图。

[0038] 图12b：绘示根据本图12a中线段E-E的薄型电子装置的简易剖面结构示意图。

具体实施方式

[0039] 为了让本发明的优点，精神与特征可以更容易且明确地了解，后续将以具体实施

例并参照所附图式进行详述与讨论。值得注意的是，这些具体实施例仅为本发明代表性的

具体实施例，其中所举例的特定方法、装置、条件、材质等并非用以限定本发明或对应的具

体实施例。又，图中各装置仅系用于表达其相对位置且未按其实际比例绘述，合先叙明。

[0040] 请参考图1、图2、图3a、图3b以及图3c。图1绘示根据本发明的一具体实施例的热管

理系统11的剖面结构示意图。图2绘示根据图1的具体实施例的去除机壳111的薄型电子装

置的简易结构示意图。图3a绘示根据本发明的一具体实施例的片状真空隔热元件116的结

构示意图。图3b绘示根据图3a中线段A-A的剖视图。图3c绘示根据图3a中线段B-B的剖视图。

本发明的一具体实施例的一种薄型电子装置的热管理系统11，用以管理一薄型电子装置的
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一微处理器元件12产生的一高密度热能，其包含有一机壳111、一扁型微热导管114以及一

片状真空隔热元件116。机壳111具有一内表面1112。扁型微热导管114具有一吸热端1141以

及一冷凝端1142，而吸热端1141热接触于微处理器元件12。片状真空隔热元件116设置于内

表面1112与扁型微热导管114之间并热接触于扁型微热导管114的吸热端1141，片状真空隔

热元件116包含有一环型的焊接材料墙1165、一第一片状材料1161与相对第一片状材料

1161的一第二片状材料1162，第一片状材料1161与第二片状材料1162系藉由环型的焊接材

料墙1165气密地相互焊接而形成一密闭空间1166，密闭空间1166为低于一大气压的真空状

态。

[0041] 于实际应用中，薄型电子装置可为一智能手机、平板电脑或穿戴式装置，而微处理

器元件12可为一中央处理器CPU或图形处理器(GPU)或其他发热的元件。当使用者使用手机

或平板电脑时，CPU会因为运作而产生热能，此时，扁型微热导管114将此热能由吸热端

(Evaporator)快速传导至冷凝端(Condenser)并藉由机壳散热，以避免热能持续累积在CPU

的位置而形成热点(Hot  spot)而造成CPU过热，以CPU在Z轴上端机壳111表面局部区域温度

过高。然而，当智能手机或平板电脑使用的时间越久，CPU产生的热能也会越来越多，然而若

扁型微热导管114及机壳111的导热及散热能力赶不上CPU所累积的热能，CPU的温度会越来

越高，因此也导致CPU的Z轴上端机壳111表面局部温度也相对的提高。在本具体实施例中，

片状真空隔热元件116的第一片状材料1161接触于内表面1112并且第二片状材料1162热接

触于扁型微热导管114的吸热端，而片状真空隔热元件116的第一片状材料1161以及第二片

状材料1162可为一相同金属材料，例如表面镀上可焊性材料的不锈钢片。焊接材料可以为

软焊(Soldering)的焊锡合金，亦可为硬焊(Brazing)的铜合金材料。一般的焊锡材料的导

热系数约为60W/mk，而环型的焊接材料墙1165的焊锡材料可为锡铅合金(Sn/Pb)或锡银铜

合金(Sn/Ag/Cu)或其他焊接材料。于实际应用中，由于焊接材料墙1165仅环形接合于第一

片状材料1161以及第二片状材料1162，而环形的焊接材料墙1165内的密闭空间1166则为真

空状态，而CPU及扁型热导管114的吸热端皆位于密闭空间1166的下方，且密闭空间的1166

真空状态阻隔了绝大部份朝机壳Z轴方向的热传导及热对流。相对于扁型热导管114的铜材

质以及环形的焊接材料墙1165，不锈钢为热传导效率较差的金属，其导热系数低于20W/mk。

CPU产生的高密度热能部份藉由扁型微热导管114传导而远离吸热端1141，第二片状材料

1162从扁型微热导管114接收部份热能，并且再以第二片状材料1162的X-Y轴平面方向传

导。由于真空的密闭空间1166隔绝热能从第二片状材料1162传导至第一片状材料1161，且

该片状真空隔热元件116密闭空间1166中的支撑柱可为高强度低导热系数的材质，对于Z轴

的热传导效应可以忽略。因此，片状真空隔热元件116对于CPU而言可以阻隔热能朝Z轴机壳

111方向传导，也因此避免热点处的机壳表面温度太快达到CPU降频的设定值。

[0042] 请参考图4a、图4b以及图4c。图4a绘示根据本发明的一具体实施例的机壳111的剖

面结构示意图。图4b绘示根据本发明的一具体实施例的机壳111与片状真空隔热元件116的

组合剖面结构示意图。图4c绘示根据本发明的另一具体实施例的机壳111与片状真空隔热

元件116的组合剖面结构示意图。在一具体实施例中，其中机壳111的内表面1112进一步具

有一凹槽1115对应于微处理器元件中心的位置，片状真空隔热元件116设置于凹槽1115中。

于实际应用中，机壳111的凹槽1115的深度可根据片状真空隔热元件116的厚度决定。在本

具体实施例中，机壳111的凹槽1115的深度与片状真空隔热元件116的厚度相同(如图4b所
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示)，例如：片状真空隔热元件116的总厚度为0.15mm至0.2mm之间，密闭空间1166的真空厚

度可介于0.05mm至0.1mm之间，而凹槽的厚度则同样介于0.15mm至0.2mm之间。此时，片状真

空隔热元件116可完全嵌入机壳111的凹槽1115中，片状真空隔热元件116的第二片状材料

1162与机壳111的内表面1112在同一平面上。当微处理器元件12产生高密度热能时，热接触

于微处理器元件12的扁型微热导管进行解热及导热，而片状真空隔热元件116可阻挡微处

理器元件12产生的热能藉由扁型微热导管由Z轴方向传导至机壳111及其表面。因此，本具

体实施例的结构不仅可以达到阻热的效果，也可以节省系统空间。在另一具体实施例中，机

壳111’的凹槽1115’的深度可略小于片状真空隔热元件116’的厚度(如图3c所示)，例如：片

状真空隔热元件116’的厚度为0.2mm，凹槽1115’的厚度为0.18mm。此具体实施例的单元的

功能以及功效与前述的具体实施例的相对应的单元的功能以及功效大致相同，于此不再赘

述。

[0043] 本说明书中所述的热接触包含直接接触或间接接触。直接接触系一包含较高热能

的物体直接与一包含较低热能的物体相互接触，并且两者之间进行热传导；而间接接触系

包含较高热能的物体与包含较低热能的物体之间另外包含一介质，并且穿过介质进行热传

导。介质可为一非常薄的导热元件、非导热元件或接合元件等，例如：石墨片、石墨稀片、导

热膏、散热膏或粘着剂等。

[0044] 请参考图5a以及图5b。图5a绘示根据本发明的一具体实施例的机壳111、片状真空

隔热元件116以及薄型显示屏117的组合剖面结构示意图。图5b绘示根据本发明的一具体实

施例的薄型电子装置1以机壳111视角的简易示意图。在一具体实施例中，本发明的薄型电

子装置的热管理系统进一步包含有一薄型显示屏117设置于凹槽1115与片状真空隔热元件

116之间，且机壳111的材质系一透明或半透明的玻璃。于实际应用中，当机壳111的材质因

设计需求而选择为玻璃时，机壳111所覆盖的薄型电子装置会因玻璃的透明度使得内部元

件显露到机壳外部。因此为了产品的美观，在机壳111的内表面1112喷涂上一层不透明色彩

材质。由于在机壳111的内表面1112上挖出任何的凹槽后，即使喷涂上任何一层不透明色彩

材质，在机壳111的外表面仍然会看见此凹槽图案而影响了机壳111的美观。因此，于本具体

实施例中，在机壳111的凹槽1115与片状真空隔热元件116之间设置一薄型显示屏117以增

加美观。于实际应用中，薄型显示屏117可为一时钟显示器(如图5b所示)或可根据使用者所

需而显示简易资讯的一机壳背盖显示器。因此从机壳111的外表面看，机壳111的内表面

1112安置的片状真空隔热元件116的凹槽1115,1115’图案成为埋在玻璃机壳111内的显示

器。当微处理器元件12产生热能时，热接触于微处理器元件12的扁型微热导管进行X-Y轴方

向的热传导，而片状真空隔热元件116可阻挡微处理器元件12产生的热能透过扁型微热导

管114朝Z轴方向传导至薄型显示屏117以及机壳111。因此，凹槽1115与薄型显示屏117的设

计可增加产品的功能与美观，也藉由片状真空隔热元件116的隔热效果而避免热能影响薄

型显示屏117的功能。目前市场上已知的OLED薄型显示屏可达到仅有0.01mm的厚度，因此置

机壳111的内表面1112的凹槽1115，1115’内将可弥补凹槽1115，1115’造成玻璃机壳不美观

的问题。

[0045] 请参考图6。图6绘示根据本发明的一具体实施例的热管理系统11的剖面结构示意

图。在一具体实施例中，本发明的薄型电子装置的热管理系统11进一步包含一石墨片118，

设置于微处理器元件12与片状真空隔热元件116之间。其中，石墨片118具有一第一石墨面
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1181与相对第一石墨面1181的一第二石墨面1182。第一石墨面1181热接触于片状真空隔热

元件116，且第二石墨面1182热接触于扁型微热导管114。进一步地，第一石墨面1181的一部

份热接触于内表面1112，第一石墨面1181的另一部份热接触于片状真空隔热元件116的第

二片状材料1162。于实际应用中，当微处理器元件12产生热能时，热接触于微处理器元件12

的扁型微热导管114进行X-Y轴的热传导。由于薄型电子装置的空间有限，扁型微热导管114

的宽度也有所限制。因此，可再藉由石墨片118与机壳111的内表面1112的贴合加强X-Y轴的

导热及散热的程度和范围。石墨片118于平面方向(X-Y轴方向)具有良好的导热系数(约为

1500W/mk)，当石墨片118的第二石墨面1182热接触于扁型微热导管114时，扁型微热导管

114的热能传导至石墨片118上。此时，热能会快速传导并分散至整个石墨片118及其贴合的

机壳111，因此，藉由石墨片118的快速导热效果，第二石墨面1182热接触于扁型微热导管

114的区域的热能被导走，避免单一区域温度过高。更进一步地，石墨片118传导热能至机壳

111的范围也较为分散，因此设置石墨片118能更有效率地散热。

[0046] 请参考图7。图7绘示根据本发明的另一具体实施例的热管理系统11的剖面结构示

意图。在一具体实施例中，石墨片118同样具有一第一石墨面1181与相对第一石墨面1181的

一第二石墨面1182。第一石墨面1181热接触于扁型微热导管114，且第二石墨面1182热接触

于微处理器元件12。在实际应用中，当微处理器元件12产生热能时，热接触于微处理器元件

12的石墨片118的第二石墨面1182将热能分散至整个石墨片118及贴合的机壳111。接着，再

藉由扁型微热导管114以及片状真空隔热元件116的导热以及阻热功能以降低机壳111局部

的高温。此具体实施例的单元的功能以及功效与前述的具体实施例的相对应的单元的功能

以及功效大致相同，于此不再赘述。

[0047] 请参考图8a以及图8b。图8a绘示根据本发明的一具体实施例的薄型电子装置的内

部结构的简易示意图。图8b绘示根据图8a中线段C-C的剖视图。在一具体实施例中，石墨片

118同样具有一第一石墨面1181与相对第一石墨面1181的一第二石墨面1182。第一石墨面

1181热接触于机壳111的内表面1112，且第二石墨面1182热接触于扁型微热导管114的冷凝

端1142。在实际应用中，当微处理器元件12产生热能由扁型微热导管114的吸热端1141传导

至冷凝端1142以进行散热时，若微处理器元件12因长时间运作或处理高效能的计算而持续

产生高密度热能时，扁型微热导管114也会因长时间导热而提高温度，进而影响并提高扁型

微热导管114的冷凝端1142的温度，因此，可藉由石墨片118在X-Y轴的高导热系数将快速分

散至机壳111的内表面1112，不仅能够避免扁型微热导管114的冷凝端1142长时间运作而形

成另一个热点之外，也能提高机壳111的散热速度。

[0048] 请参考图9a以及图9b。图9a绘示根据本发明的一具体实施例的薄型电子装置的内

部结构的简易示意图。图9b绘示根据图9a中线段D-D的剖视图。在另一具体实施例中，一石

墨片118同样具有一第一石墨面1181与相对第一石墨面1181的一第二石墨面1182。第一石

墨面1181同时热接触于机壳内表面1112及扁型微热导管114的冷凝端1142。当微处理器元

件12产生热由扁型微热导管114的吸热端1141传导至冷凝端1142时可藉由石墨片在X-Y轴

的高导热系数将热能快速分散至机壳111的内表面1112。本具体实施例的石墨片118的功能

与图8a与图8b的具体实施例相同，于此不再赘述。

[0049] 请参考图10。图10绘示根据本发明的一具体实施例的热管理系统的剖面结构示意

图。在另一具体实施例中，石墨片118同样具有一第一石墨面1181与相对第一石墨面1181的
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一第二石墨面1182。第一石墨面1181热接触于机壳111的内表面1112，而第二石墨面1182热

接触于片状真空隔热片116的第一片状材料1161上。在实际应用中，当微处理器元件12因长

时间运作或处理高效能的计算而持续产生高密度热能时，扁型微热导管114的吸热端1141

也会因长时间接触微处理器元件12的高密度热能而提高温度，此时，扁型微热导管114的导

热效果逐渐不佳而导致高密度热能无法分散进而降低微处理器元件12的效能。因此，本具

体实施例可藉由石墨片118将传导至片状真空隔热元件116的第一片状材料1161的热能快

速分散至机壳111的内表面1112。

[0050] 请参考图11。图11绘示根据本发明的一具体实施例的去除机壳的薄型电子装置1

的简易结构示意图。在一具体实施例中，扁型微热导管114的吸热端1141热接触于微处理器

元件12与片状真空隔热元件116之间。在实际应用中，扁型微热导管114可依照薄型电子装

置的结构设计而有不同的形状以及尺寸。在本具体实施例中，扁型微热导管114的形状如图

所示，且扁型微热导管114的吸热端1141位于微处理器元件12以及片状真空隔热元件116之

间，扁型微热导管114的冷凝端1142远离微处理器元件12以及片状真空隔热元件116。当微

处理器元件12产生热能时，热接触于微处理器元件12的扁型微热导管114的吸热端1141将

热能传导到扁型微热导管114的冷凝端1142。最后热能从冷凝端1142传导至机壳111或是电

子装置的边框等处，再由此处辐射热能至四周空气中。此时，扁型微热导管114内藉由热能

产生的水蒸气从吸热端1141传导至冷凝端1142，而扁型微热导管114内壁的毛细结构将冷

凝后的工作流体再传送至吸热端1141，而位于吸热端1141的水又因热能再次形成水蒸气传

导至冷凝端1142。因此，经由不断气水循环后，扁型微热导管114达到解热(Heat 

Liberation)及导热(Heat  Conduction)的功能。

[0051] 请再次参考图6以及图7。石墨片118可以为石墨稀片，并且在X-Y平面上可为任意

形状。在一具体实施例中，石墨片118贴附于薄型电子装置的面积可大于扁型微热导管114

的吸热端1141的面积。在图6的具体实施例中，当石墨片118的面积大于扁型微热导管114的

吸热端1141的面积时，石墨片118更能够分散扁型微热导管114的吸热端1141的热能，进而

分散热能于机壳111上。因此，藉由石墨片118在X-Y轴平面的快速导热效果，避免机壳111的

单一区域温度过高。同样地，在图7的具体实施例中，石墨片118先分散位于微处理器元件12

的热能以降低此处的温度。接着，贴附于石墨片118的扁型微热导管114再将热能平均传导

到机壳111上。因此可避免机壳111的单一区域温度过高。而在另一具体实施例中，石墨片

118可贴附扁型微热导管114的其中一面以上。因此，石墨片118不仅能够协助扁型微热导管

114传导热能并且能够分散热能。

[0052] 请参考图12a以及图12b。图12a绘示根据本发明的一具体实施例的型电子装置的

简易示意图。图12b绘示根据图12a中线段E-E的薄型电子装置1的简易剖面结构示意图。在

一具体实施例中，薄型电子装置1进一步包含有一电路板13、一中框结构14以及一显示屏

15，微处理器元件12位于电路板13上朝机壳111的方向，且薄型电子装置1内的相对位置顺

序为热管理系统11、微处理器元件12、电路板13、中框结构14与显示屏15。习知技术中，目前

某些手机品牌业者为了解决热能快速传导至机壳表面而导致温度过高触动CPU降频的问

题，将薄型热管板设置在手机的中框上，并将CPU倒装在PCB上，让CPU接触薄型热管板的吸

热端。然而，此设计使得CPU产生的热能被闷在手机之中，而电池及其他相关元件必须承受

更多的热能。在实际应用中，薄型电子装置1为一手机或平板电脑，微处理器元件12为CPU或
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GPU。现今的手机或平板电脑的性能要求越来越高，其CPU的工作温度也随的升高。因此，薄

型电子装置1可藉由热管理系统11的解热、阻热、导热以及散热功能以降低机壳表面温度。

[0053] 而由于手机或平板电脑的体积与厚度都越来越小，内部元件的体积皆受到限制。

因此，在一具体实施例中，其中片状真空隔热元件116的厚度小于0.3mm，扁型微热导管114

的厚度小于0.5mm。

[0054] 综上所述，本发明的一种薄型电子装置的热管理系统，在智能手机薄型化的物理

条件限制下藉由机壳、扁型微热导管以及片状真空隔热元件的解热、阻热、导热以及散热等

功能以及石墨片材料的辅助下以管理薄型电子装置的电子元件所产生的热能，以降低薄型

电子装置的温度。进一步地，避免处理器被迫降频以确保处理器的功能处于最佳化的运作。

[0055] 藉由以上较佳具体实施例的详述，希望能更加清楚描述本发明的特征与精神，而

并非以上述所揭露的较佳具体实施例来对本发明的范畴加以限制。相反地，其目的是希望

能涵盖各种改变及具相等性的安排于本发明所欲申请的专利范围的范畴内。因此，本发明

所申请的专利范围的范畴应该根据上述的说明作最宽广的解释，以致使其涵盖所有可能的

改变以及具相等性的安排。
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